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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren
zum Herstellen von Anschlussflachen einer Antenne (3) auf
einem Substrat (2) flr eine Vorrichtung (1), welche die An-
tenne (3) und ein mit der Antenne (3) verbundenes Chipmo-
dul bzw. einen mit der Antenne (3) verbundenen Chip bzw.
ein mit der Antenne (3) verbundenes elektrisches oder elek-
tronisches Bauteil aufweist, und wobei ein erster Abschnitt
(4) der Antenne (3) auf einer ersten Substratflache (6) und
ein zweiter Abschnitt (5) der Antenne (3) auf einer von der
ersten Substratflache (6) verschiedenen zweiten Substrat-
flache (7) hergestellt ist, wobei auf jeder der beiden Sub-
stratflachen (6, 7) ein elektrisch leitendes Anschlussflachen-
paar (8, 9; 11, 12) zum AnschlieRen des Chipmoduls bzw.
des Chips bzw. des elektrischen oder elektronischen Bau-
teils hergestellt wird. Darliber hinaus betrifft die Erfindung ei-
ne entsprechende Vorrichtung (1). Um den Aufwand bei der
Herstellung von Antennen fiir unterschiedliche Chipmodule
bzw. Chips bzw. des elektrischen oder elektronischen Bau-
teils zu verringern, wird vorgeschlagen, dass sich die An-
schlussflachen (8, 9) des auf der ersten Substratflache (6)
angeordneten Anschlussflachenpaares von den Anschluss-
flachen (11, 12) des auf der zweiten Substratflache (7) an-
geordneten Anschlussflachenpaares unterscheiden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Her-
stellen von Anschluf3flachen einer Antenne auf ei-
nem Substrat fir eine Vorrichtung, welche die Anten-
ne und ein mit der Antenne verbundenes Chipmodul
bzw. einen mit der Antenne verbundenen Chip bzw.
ein mit der Antenne verbundenes elektrisches oder
elektronisches Bauteil aufweist, und wobei ein erster
Abschnitt der Antenne auf einer ersten Substratfla-
che und ein zweiter Abschnitt der Antenne auf einer
von der ersten Substratflache verschiedenen zweiten
Substratflache hergestellt ist und wobei auf jeder der
beiden Substratflachen ein elektrisch leitendes An-
schluf3flachenpaar zum Anschlieen des Chipmoduls
bzw. des Chips hergestellt wird. Dartber hinaus be-
trifft die Erfindung eine entsprechende Vorrichtung.

[0002] Ein Verfahren zum Herstellen einer solchen
mehrlagigen Antenne ist beispielsweise aus der Pa-
tentanmeldung DE 10 2009 005 570 bekannt, die ei-
nen RFID-Transponder mit einer mehrlagigen Anten-
ne betrifft. Durch die Mehrlagigkeit der Antenne erge-
ben sich bei einer Verwendung im HF-Bereich eine
Reihe von Vorteilen.

[0003] Bei aus dem Stand der Technik bekannten
Verfahren werden ein- oder mehrlagige Antennen
stets an die besonderen Anforderungen eines spe-
ziellen Chipmoduls bzw. Chips angepalft. Mit ande-
ren Worten sind die Antennendesigns speziell auf be-
stimmte Typen von Chipmodulen oder Chips zuge-
schnitten. Das Antennendesign ist somit davon ab-
héangig, welches Chipmodul bzw. welcher Chip bei
dem spateren Produkt zum Einsatz kommen soll. All
dies trifft ebenso auf die Anschlullflachen dieser An-
tennen zu.

[0004] Eine Aufgabe der Erfindung ist es, den Auf-
wand bei der Herstellung von Antennen fiir unter-
schiedliche Chipmodule bzw. Chips zu verringern.

[0005] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren nach
Anspruch 1 bzw. eine Vorrichtung nach Anspruch 5
gelost.

[0006] Vorteilhafte Ausflihrungen der Erfindung er-
geben sich aus den Unteranspriichen.

[0007] Das erfindungsgemafe Verfahren und die er-
findungsgeméaRe Vorrichtung sind dadurch gekenn-
zeichnet, dal} sich die AnschluRflichen des auf
der ersten Substratflache angeordneten Anschluf3fla-
chenpaares von den Anschluflachen des auf der
zweiten Substratflache angeordneten Anschluf3fla-
chenpaares unterscheiden.

[0008] Eine Kernidee der Erfindung ist es, ein durch
die Ausflihrung der Anschlul3flaichen der Antennen
besonders universell einsetzbares Antennendesign
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bereitzustellen. Hierzu wird zunachst der Einsatz ei-
ner mehrlagigen Antenne vorgeschlagen, da es eine
solche Antenne ermdglicht, eine Mehrzahl von An-
schluf3¢flaichenpaaren zum AnschlieRen eines Chip-
moduls bzw. eines Chips bzw. eines elektrischen
oder elektronischen Bauteils zur Verfugung zu stel-
len. Erfindungsgemal ist es dann vorgesehen, daf}
sich die Anschluf3flichen der Anschlul’flachenpaa-
re, insbesondere Art und/oder Gréfle und/oder An-
ordnung der Anschlu3flachen auf den verschiedenen
Substratflachen voneinander unterscheiden. Beson-
ders vorteilhaft ist es, wenn sich die Abstédnde der
AnschluRflachen auf Vorder- und Rickseite des Sub-
strates voneinander unterscheiden.

[0009] Durch die verschiedenen Anschlulbflachen,
insbesondere die verschiedenen Anordnungen der
Anschlu3flachen, wird es moglich, ein und dieselbe
Antenne mit unterschiedlichen Chipmodulen, Chips
bzw. elektrischen oder elektronischen Bauteilen zu
verbinden. Beispielsweise kann eine Antenne in ei-
nem ersten Fall auf der Vorderseite des Substrates
mit einem Chipmodul eines ersten Herstellers ver-
bunden werden, welches eine bestimmte erste An-
ordnung der Anschluf¥flachen erfordert und in einem
zweiten Fall kann die Antenne auf der Riickseite des
Substrates mit einem Chipmodul eines anderen Her-
stellers verbunden werden, welches eine vollkom-
men andere Anordnung der Anschlul3flachen erfor-
dert.

[0010] In einer weiteren Ausfihrungsform der Erfin-
dung ist es darliber hinaus vorgesehen, sowohl die
AnschluRflachen auf der Vorderseite des Substra-
tes, als auch die AnschluRflachen auf der Riickseite
des Substrates, mit Chips, Chipmodulen bzw. elektri-
schen oder elektronischen Bauteilen zu verbinden, so
daf} auf jeder Substratflache ein Chip oder Chipmodul
bzw. ein elektrisches oder elektronisches Bauteil an-
geordnet ist. Vorzugsweise sind dann samtliche An-
schluf3¢flachen der Antenne mit Chips, Chipmodulen
bzw. elektrischen oder elektronischen Bauteilen ver-
bunden.

[0011] Insbesondere ist es vorgesehen, an den An-
schluf3¢flachen der einen Substratflache einen Chip
bzw. ein Chipmodul anzubringen und an den An-
schluf3¢flaichen der gegentiberliegenden Substratfla-
che einen Kondensator anzubringen, so daf} das sich
ergebende System einen Schwingkreis bildet, der mit
Hilfe des Kondensators ,abgestimmt” werden kann.

[0012] Wenn in dem vorliegenden Text der allge-
meine Begriff ,Chip” verwendet wird, dann sind,
sofern nicht ausdriicklich anders angegeben, so-
wohl ungehduste Silizium-Chips (,bare dice”), als
auch Chipmodule umfaldt, wobei es sich bei den
Chipmodulen sowohl um Chips mit Metallsubstra-
ten (Metall-AnschluRfahnen/metal leadframes), als
auch um Chips mit Polymersubstraten (sogenannten
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.Straps” oder interposer”) handeln kann. Der Begriff
,Chip” bezeichnet allgemein ein elektronisches Bau-
element mit wenigstens einer integrierten elektroni-
schen Schaltung.

[0013] Je nach Anordnung der Anschlufl¥flachen
kann bei der Montage der elektrischen oder elektro-
nischen Bauteile, der ungehausten Chips oder der
Chipmodule entweder die Vorder- oder die Riicksei-
te des Substrates verwendet werden. Das gilt sowohl
bei Mold-Up-Chipmodulen, als auch bei Mold-Down-
Chipmodulen, bei denen besonders niedrige Bauho-
hen verwirklicht werden kénnen. Mit anderen Worten
ist die Wahl der Substratseite, auf die ein Chip. Chip-
modul oder Bauteil montiert werden soll, einzig und
allein von der Anordnung der dort vorhandenen An-
schluBflachen abhangig.

[0014] Durch diese hohe Variabilitat ist es mdglich,
fur eine Vielzahl von Anwendungsfallen lediglich ein
einziges Antennendesign vorzusehen, welches dann
— je nach Einsatzzweck — mit verschiedenartigen
Chipmodulen bzw. Chips oder elektrischen oder elek-
tronischen Bauteilen versehen wird. Dadurch verrin-
gert sich nicht nur der Entwicklungs- und Herstel-
lungsaufwand. Auch die Kosten fur Lagerhaltung und
Service kdnnen gesenkt werden.

[0015] Bei den Chipmodulen kann es sich beispiels-
weise um Standardmodule, wie MCC-, MOA- oder
MOB-Module handeln, bei denen die erforderlichen
Anschlu3flachen etwa 5 mm voneinander beabstan-
det sind. Es kann sich dabei jedoch auch um Chip-
module oder Chips handeln, deren AnschluRflachen
einen sehr viel geringen Abstand zueinander aufwei-
sen, beispielsweise 0,2 bis 0,4 mm.

[0016] Wird der Abstand der Anschlullflachen ei-
nes Anschlulfldchenpaares entsprechend verklei-
nert, betragt er beispielsweise nur noch einen halben
Millimeter, kénnen anstelle von Chipmodulen auch
Chips in Direktmontage, beispielsweise unter Ver-
wendung der Flip-Chip-Technologie, auf dem Sub-
strat aufgebracht werden.

[0017] Die Antennenabschnitte auf den Substratfla-
chen mussen zur Herstellung der Antenne miteinan-
der verbunden werden. Dies erfolgt vorzugsweise mit
Hilfe von Durchkontaktierungen. Befinden sich die-
se Durchkontaktierungen im Bereich der Anschluf3-
flachen und nicht an anderer Stelle der Antennenlei-
terbahnen, dann kdénnen sich die Durchkontaktierun-
gen auch nicht im Anschlufd an einen Laminierpro-
zeld wahrend der Weiterverarbeitung des Substrates
zu einer Chipkarte oder dergleichen an der Oberfla-
che des fertigen Produktes, beispielsweise der ferti-
gen Chipkarte, abzeichnen. Mit anderen Worten wird
durch die Uberlagerung von AnschluRflachen und
Durchkontaktierungen die Anzahl derjenigen Struktu-
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ren, welche sich an der Oberflache des fertigen Pro-
duktes anzeichnen kénnen, minimiert.

[0018] Ob die Anschluf3¢flachen unabhéngig von den
Leiterbahnen der Antenne oder aber zusammen mit
diesen hergestellt sind und in welcher Technik die An-
tennen bzw. die AnschlulRflachen erstellt werden, ist
fur die vorliegende Erfindung von eher untergeordne-
ter Bedeutung.

[0019] Jedoch wird in einer vorteilhaften Ausflih-
rungsform der Erfindung eine besondere Reihenfol-
ge der verschiedenen Herstellungsschritte eingehal-
ten, wie sie in dem Stand der Technik-Dokument
DE 10 2009 005 570 angegeben ist. In diesem
Fall kbnnen unabhéngig von der verwendeten Tech-
nologie zur Herstellung der Anschluf3flachen und
unabhangig von der verwendeten Technologie zur
Herstellung der Durchkontaktierungen unterschied-
liche Antennenherstellungstechnologien eingesetzt
werden, gerade so, wie sie fir die jeweilige Anten-
ne bzw. den jeweiligen Transponder benétigt werden.
Dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die An-
tennenabschnitte und Anschluf¥flachen kénnen auch
auf andere Art und Weise, als in DE 10 2009 005 570
beschrieben, hergestellt werden.

[0020] Ein Ausflhrungsbeispiel der Erfindung wird
nachfolgend anhand der Zeichnungen naher erlu-
tert. Hierbei zeigen:

[0021] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht der An-
tennenstruktur,

[0022] Fig. 2 eine Draufsicht auf die Vorderseite der
Antennenstruktur,

[0023] Fig. 3 eine Draufsicht auf die Riickseite der
Antennenstruktur,

[0024] Fig. 4 eine Detailansicht der Anschluf3flachen
aus Fig. 2 mit Bemalfiung in Millimeter,

[0025] Fig. 5 eine Detailansicht der Anschluf3flachen
aus Fig. 3 mit Bemallung in Millimeter.

[0026] Beispielhaft dargestellt ist ein RFID-Trans-
ponder 1, wie er als sogenannte RFID-Inlay (bzw.
RFID-Inlet) unter anderem in kontaktlosen Karten,
e-Palports, smart labels und dergleichen weiterver-
arbeitet wird. RFID-Transponder 1 dienen dort bei-
spielsweise zur |dentifikation von Personen und Ob-
jekten. Unter einem Transponder wird dabei ein Ge-
rat zur drahtlosen Kommunikation verstanden, das
eingehende Signale aufnimmt und automatisch be-
antwortet. Bei den nachfolgend beschriebenen Chips
bzw. Chipmodulen handelt es sich somit um RFID
(Radio Frequenzy Identification)-Bauteile.
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[0027] Der RFID-Transponder 1 umfalit eine auf ei-
nem Substrat 2 angeordnete Antenne 3 und ein mit
der Antenne 3 verbundenes Chipmodul. Die Figuren
zeigen das Antennendesign des RFID-Transponders
1 ohne das Chipmodul. In Fig. 1 ist dartber hinaus
auch das Substrat 2 aus Griinden der Ubersichtlich-
keit nicht abgebildet.

[0028] Ein erster Abschnitt 4 der Antenne 3 ist in
Gestalt mehrerer Antennenwindungen auf einer ers-
ten Substratflache 6, hier der Substratvorderseite,
und ein zweiter Abschnitt 5 der Antenne 3 ist in Ge-
stalt mehrerer Antennenwindungen auf einer von der
ersten Substratflache 6 verschiedenen zweiten Sub-
stratflache 7, hier der Substratriickseite, angeordnet.

[0029] Auf jeder der beiden Substratflachen 6, 7 ist
ein elektrisch leitendes Anschlu3flachenpaar 8, 9, 11,
12 zum AnschlieBen des Chipmoduls angeordnet.
Jeweils eine dieser Anschlulflachen 8, 9 ist mit ei-
nem Ende 13, 14 des auf der jeweiligen Substratfla-
che 6, 7 angeordneten Antennenabschnittes 4, 5 ver-
bunden. Darlber hinaus ist auf jeder der beiden Sub-
stratflachen 6, 7 eine weitere Anschluf¥flache 15, 16
angeordnet. Diese ist mit dem gegenuberliegenden
Ende 17, 18 des jeweiligen Antennenabschnitts 4,
5 verbunden. Zur Verbindung der beiden Antennen-
abschnitte 4, 5 auf Vorder- und Rickseite 6, 7 des
Substrats 2 sind Durchkontaktierungen 19 in Form
von mit elektrisch leitfahigem Material gefillten Boh-
rungen vorgesehen, namlich im Bereich der jeweils
mit den Antennenabschnittssenden 13, 14, 17, 18
verbundenen Anschlufflachen 9, 12, 15, 16. Dabei
verbinden die Durchkontaktierungen die Anschluf3-
flachen 15 und 16 miteinander ebenso wie die An-
schlutflachen 8 und 11 und die Anschlu¥flachen 9
und 12. Somit sind Durchkontaktierungen 19 sowohl
an allen Anschluf3flachen 8, 9, 11, 12 der Anschluf3-
flachenpaare zum Anschlielen des Chipmoduls, als
auch an allen weiteren Anschluf3flachen 15, 16 vor-
gesehen.

[0030] Erfindungsgemal unterscheidet sich die An-
ordnung der Anschlul¥flachen 8, 9 des auf der ers-
ten Substratflache 6 angeordneten Anschluf3flachen-
paares von der Anordnung des Anschlul3flachen 11,
12 des auf der zweiten Substratflache 7 angeord-
neten Anschluf3flachenpaares. Insbesondere unter-
scheiden sich der Abstand 21 der Anschluf3¢flachen
8, 9 auf der Vorderseite 6 von dem Abstand 22 der
AnschluRflachen 11, 12 auf der Ruckseite 7 des Sub-
strats 2. Mit anderen Worten ist der Zwischenraum
zwischen den Anschluf3flachen 8, 9 bzw. 11, 12 unter-
schiedlich breit. Dadurch ist es mdglich, auf der Vor-
derseite 6 ein anderes Chipmodul bzw. einen ande-
ren Chip zu montieren, als auf der Rickseite 7.

[0031] In dem dargestellten Beispiel sind die An-
schlufdflachen 8, 9 bzw. 11, 12 jeweils als im wesent-
lichen rechteckige Kontakte ausgeflihrt. Dabei unter-
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scheiden sich auf Vorder- und Riickseite des Sub-
strats 2 die Abstande 21, 22 der parallel zueinander
verlaufenden, aufeinander zu weisenden Vorderkan-
ten der Anschlufflachen 8, 9 bzw. 11, 12. So betragt
der Abstand 21 zwischen den Anschlu3flachen 8, 9
auf der Vorderseite 2 mm, wahrend der Abstand 21
zwischen den Anschlu3flachen 11, 12 auf der Riick-
seite 4 mm betragt. Die den Vorderkanten gegen-
Uberliegenden Hinterkanten der jeweiligen Anschluf3-
flachen 8, 9 bzw. 11, 12 auf Vorderseite 6 und Riick-
seite 7 des Substrats 2 liegen hingegen Ubereinander
und sind jeweils 8,5 mm voneinander beabstandet,
so dal aufgrund der identischen Breite der Anschluf3-
flachen von jeweils 6 mm die von dem Anschluf3fla-
chenpaar bedeckte Gesamtflache des Kontaktberei-
ches auf Vorder- und Rickseite gleich ist.

[0032] Die Anschlultflachen 8, 9 bzw. 11, 12 kénnen
in weiteren Ausfiihrungen andere geometrische For-
men aufweisen.

[0033] Fur die Herstellung solcher RFID-Transpon-
der-Inlays kénnen unterschiedliche Prozel3- und Fer-
tigungstechnologien zum Einsatz kommen, wie bei-
spielsweise das Flip-Chip-Verfahren oder andere
Verfahren, wobei je nach verwendeten Materialien
der Chipmodule bzw. Chips, der Antennensubstra-
te und der Antennenmetallisierungen die elektrische
Verbindungen zwischen dem RFID-Chipmodul bzw.
-Chip und der Antenne durch Kleben, Léten, Schwei-
Ren oder aber mechanische Technologien, wie Crim-
pen oder Clinchen usw. hergestellt werden.

[0034] Die Antennenabschnitte 4, 5 bestehen aus
elektrisch leitfahigen Materialien, insbesondere Me-
tallen, leitfahigen Pasten oder leitfahigen Tinten. Zur
Herstellung der Antenne kénnen Additiv- oder Subs-
traktiv-Techniken zum Einsatz kommen, beispiels-
weise Druck- oder Atzverfahren. In dem hier be-
schriebenen Fall eines RFID-Transponders handelt
es sich oftmals um Folienantennen oder Drahtanten-
nen aus Aluminium bzw. Kupfer. Im HF-Bereich, wie
er speziell bei Sicherheitsanwendungen zum Einsatz
kommt, arbeiten die Antennen fiir RFID-Anwendun-
gen Ublicherweise bei einer Arbeitsfrequenz von 13,
56 MHz. Das Substrat 2, auf dem die Antennenn-
abschnitte 4, 5 aufgebracht sind, besteht in der Re-
gel aus PC (Polycarbonat) oder PET/PETG (Poly-
ethylenterephthalat). Andere Kunststoffsubstrate be-
stehen aus PEN (Polyethylennaphthalat) oder PVC
(Polyvinylchlorid).

[0035] Die Erfindung ist nicht auf den RFID-Bereich
beschrankt, sondern betrifft auch andere Chips, Chip-
module bzw. elektrische sowie elektronische Bautei-
le. Die Erfindung ist mit anderen Worten fiir alle Arten
von Chips geeignet und ist auch unabhangig davon,
in welchen Produkten die fertigen Transponder ver-
wendet werden.
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[0036] Samtliche Figuren zeigen die Erfindung le-
diglich schematisch und mit ihren wesentlichen Be-
standteilen. Gleiche Bezugszeichen entsprechen da-
bei Elementen gleicher oder vergleichbarer Funktion.

Bezugszeichenliste

RFID-Transponder

Substrat

Antenne

erster Antennenabschnitt

zweiter Antennenabschnitt

erste Substratflache (Vorderseite)

zweite Substratflache (Rickseite)

Anschlu3flache des ersten Anschluf’flachen-

paares

Anschlu3flache des ersten Anschluf’flachen-

paares

10  (frei)

11 Anschlu3flache des zweiten Anschlul3flachen-
paares

12  Anschluf’flache des zweiten Anschlu3flachen-
paares

13  Antennenabschnittsende

14  Antennenabschnittsende

15  weitere Anschluf’flache

16  weitere Anschlul’flache

17  Antennenabschnittsende

18 Antennenabschnittsende

19  Durchkontaktierung

ONOOGAAPAWN-

©

20 (frei)

21 Abstand der Anschluf3flachen auf der Vorder-
seite

22  Abstand der Anschluf3flachen auf der Riick-
seite
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Patentanspriiche

1. Verfahren zum Herstellen von Anschluf3flachen
einer Antenne (3) auf einem Substrat (2) fur eine Vor-
richtung (1), welche die Antenne (3) und ein mit der
Antenne (3) verbundenes Chipmodul bzw. einen mit
der Antenne (3) verbundenen Chip bzw. ein mit der
Antenne (3) verbundenes elektrisches oder elektroni-
sches Bauteil aufweist, und wobei ein erster Abschnitt
(4) der Antenne (3) auf einer ersten Substratflache (6)
und ein zweiter Abschnitt (5) der Antenne (3) auf ei-
ner von der ersten Substratflache (6) verschiedenen
zweiten Substratflache (7) hergestellt ist,
wobei auf jeder der beiden Substratflachen (6, 7)
ein elektrisch leitendes Anschluf3flachenpaar (8, 9;
11, 12) zum Anschlief3en des Chipmoduls bzw. des
Chips bzw. des elektrischen oder elektronischen
Bauteils hergestellt wird,
dadurch gekennzeichnet,
dal} sich die Anschlu3flachen (8, 9) des auf der
ersten Substratflache (6) angeordneten Anschlul¥fla-
chenpaares von den Anschlul3flachen (11, 12) des
auf der zweiten Substratflache (7) angeordneten An-
schlufdflachenpaares unterscheiden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dald sich die Anordnung der Anschluf¥fla-
chen (8, 9) des auf der ersten Substratflache (6)
angeordneten AnschluRflachenpaares von der An-
ordnung der Anschluf¥flachen (11, 12) des auf der
zweiten Substratflache (7) angeordneten Anschluf3-
flachenpaares unterscheidet.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dafd sich der Abstand (21) der Anschlul3-
flachen (8, 9) des auf der ersten Substratflache (6)
angeordneten Anschlul3flachenpaares von dem Ab-
stand (22) der Anschlu3flachen (11, 12) des auf der
zweiten Substratflache (7) angeordneten Anschlu3-
flachenpaares unterscheidet.

4. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dal® die auf den verschiede-
nen Substratflachen (6, 7) angeordneten Antennen-
abschnitte (4, 5) mit Durchkontaktierungen (19) mit-
einander verbunden werden, welche sich im Bereich
der Anschluf3flachen (8, 9; 11, 12) befinden.

5. Vorrichtung (1) mit einer auf einem Substrat (2)
angeordneten Antenne (3) und einem mit der Anten-
ne (3) verbundenen Chipmodul bzw. Chip bzw. elek-
trischen oder elektronischen Bauteil,
wobei ein erster Abschnitt (4) der Antenne (3) auf
einer ersten Substratflaiche (6) und ein zweiter Ab-
schnitt (5) der Antenne (3) auf einer von der ersten
Substratflache (6) verschiedenen zweiten Substrat-
flache (7) angeordnet ist,
und wobei auf jeder der beiden Substratflachen (6,
7) ein elektrisch leitendes Anschlufl¥flachenpaar (8,
9; 11, 12) zum AnschlieBen des Chipmoduls bzw.
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des Chips bzw. des elektrischen oder elektronischen
Bauteils angeordnet ist,

dadurch gekennzeichnet,

daR sich die Anschluf3flachen (8, 9) des auf der
ersten Substratflache (6) angeordneten Anschlul3fla-
chenpaares von den Anschluf3flachen (11, 12) des
auf der zweiten Substratflache (7) angeordneten An-
schluf3¢flachenpaares unterscheiden.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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